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(57) Die Erfindung betrifft sinen Kihlkdrper fiir

elektronische Bauelementse, insbesondere scheibenformige

Leistungshalbleiter, wobei dieser auf oder zwischen die

Kihlkérper gespannt ist und die Kiihlung durch fliissige

oder gasformige Kiihimedien erfolgt. ErfindungsgemaR i B mpyuin v 3_
weist ein Aluminiumkihikérpsr mindestens eine -
Kontaktflache aus Kupfertlech auf, die mit dem
Aluminiumkihlkérper im Exalosivverfahren verbunden ist.
Die MaBnakme filhrt zu einer erheblichen Verringerung das
thermischen und elektrischen Jbergangswiderstandes
znischen Kinlkorper und Bauelement. Figur
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Patentanspriiche:

1. Kiihlkérper zum Kuluen von elektronischer Bauelementen, insbescndere von scheibenférmigen
Leistungshalbleitern, dadurch gekennzeichnet, daf ein Aluminiumkiihlkéiper mindestens eine
Kontaktflache aus Kupferblech besitzt, die mit diesem im Explosivverfahren verbundei ist.

2. Kiihlkérper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Oberflache des Kupferblechs auf
der Kontaktseite chemisch vergitet ist.

. Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft Kiihlkérper fiir elektronische Bauelemente und istinsbesondere anwendbar fiir Kiihlkdrper, die mit dem
Bauelement elektrisch in Verbindung stehen, z. B. scheibenférmige Leistungshalbleiter. Die Leistungshalbleiter kénnen auf oder
zwischen die Kiihlkdrper gespannt sein. Die Kiihlung erfolgt durch fliissige oder gasformige Kiihimedien.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Bei der Kiihlung von elektronischen Bauelementen, 2. B. scheibenformigen Leistungshalbleitern, wird die in ihrem Inneren
entstehande Verlustwirme an mechanisch angedriickte Kiihikérpar abgegeben. Die Kihlkdrper sind besonders ausgebildet, um
den Kiihleffekt 2u verbessern und die Wiarmeabgabe an das Kilhimedium optimal zu gestalten. Zur Gewichtsreduzieruiiy werden
gegenwirtig die Kiihlkérper in den meisten Anwendungsféllen aus Aluminium hergestelit. Dabei wird der Kiihlkérper
gleichzeitig als elektrischer Leiter genutzt. Der elektrische Strom flieBt iber einen Leiter, der am Kiihlkdrper befestigtist, iiber den
Kiihlkérper, durch den Halbleiter und liber den auf der anderen Seite angeordneten Kiihlkorper zur 2weiten elektrischen
AnschluBlstalta.
An der Cbergangsstelie zwischen Kiihikdrper und Leistungshalbleiter treten elektrische und thermische Ubergangswiderstinde
auf Zur Minimierung dieser Ubergangswiderstande sind verschiedene Lésungen bekannt, 2.B.
— Biirsten der Kontaktflache zur Beseitigung der Oxidschicht und Auftragen von chemischen Mitlelnlwie 2.B.Wérmeleitpasten,
Fette,
— Einpressen von Kupferkdrpern in den Kiihlkérper,
— Anordnung von Kontaktfolien zwischen Kiihlkdrper und Bauelem.ent.
Alie diese MaBnahmen haben eine Reihe von Nachteilen:
Nach einem Biirsten der Oberfliche sind das sofortige Behandeln mit chemischen Mitteln und die sofortige Montage
erforderlich, um ein erneutes Oxidieren zu vermeiden. Ein spéteres Oxidieren und damit eine Erh6hung des
Ubergangswiderstandes konnen dennoch nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere kommt es aufgrund der verschiedenen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Bauelement und Kiihlkorper zu einem Altern der Beschichtung und zu
anschlieBender Oxidation.
Kiihlkérper mit eingepre.Bten Kupferkdrper sind z.B. aus der DE-OS 2223210 (H 01 L 1/12) bekannt. Es ist auch vorgesdchlagen
worden, den Kupferkérper mit dem Aluminiumkaérper 2u umgieBen, siehe die DE-PS 1435022 (H 01 L 23/36). Hier bildet sich
jedoch zwischen dem Kupferkdrper und dem Aluminiumkiihikorper ein zusétzlicher Ubergangswiderstand, der zudem aus dem
oben bereits erwdhnten Grund beim Altern noch weiter steigt. Dem gleichen AlterungsprozeB sind zwischan Halbleiter und
Kiihtkérper gelegte Kontaktfolien unterworfen. Man hat deshalb berei*;, vorgeschlagen, Kupfer durch andere, 2.T. hochwertige
Materialien zu ersetzen, siehe z.B. die DE-OS 2231064, DD-PS 123250 (H 01 L 1/12) DD-PS 227289 {H 01 L 23/36). Abgesehca
vom hohem Aufwand und Kosten solcher Losungen ist auch hier das Oxidieren des Aluminiumkiihlkérpers auf Dauer nicht zu
vermeiden.

-

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, einen Kiihlkérper fiir elektronische Bauelemente 2u finden, der gleichermaRen eine geringe Masse und
eine hohe elektrische und thermische Leitfahigkeit besitzt.

Darlegung des Wesens der Erﬂndung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Kiihlkérper unter Verwendung von Aluminium zu entwickeln, bei dem die
Gefahr des Oxidierens der Aluminiumoberfléche beseitigt ist.

ErfindungsgemaB besitzt ein aus Aluminium gefertigter Kiihlkdrper mindestens eine Kontaktflaiche aus Kupferblech, die mit
diesem im Explosivverfahren verbunden ist. Bei der Expiosivbeschichtung wird die Uxidschicht, die sich auf dem Aluminium
befindet, durch die Explosion weggeblasen. AuBerdem entsteht eine innige Verbindung des Kupferblechs mit dem
Aluminiumkérper. Die Verbindung gewihrleistet einen dauerhalt niedrigen elektrischen und thermischen
Ubergangswiderstand, sie unterliegt auch keinen Alterungserscheinungen durch thermische Bewegungen. Bei separat
eingesetzten Bauelementen erfolgt eine einseitige Beschichtung. Bei Bauelementen, die zu Stapeln zusarnmengebaut werden,
werden beide Seiten des Aluminiumkihtkérpers beschichtet. Die Kupferschichten kénnen auf ihrer Kontaktseite zusétzlich
chemisch vergiitet sein. Die erfindungsgemiRe MaBnahme hat iiberdies den Vorteil, daB eine Beschichtung des Kiihlkérpersin
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seiner gesarnten Braite und somit auch im Bereich der AnschluBstellen zustande kommt, so daf ein direkter Stromiibergang von
dar Kupferschicht zum AnschluBelement entsteht. Mit den erfindungsgsméBen Kithikérpern ist durchschnittlich eine
Gewichtsreduzierung auf die Halfte gegeniiber massiv aus Kupfer hergestellten erreichibar. Die MaBnahme eignet sich sowohl
fur gas- als auch fir fliissigkeitsgekihlite Kiihlkorper.

Ausfihrungsbeispiel

Die Zeichnung zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung fiir mehrere zu einam Stapel zusammengefiigte scheibenférmige
Leistungshalbleiter 2 mit den zugehérigen Kiihikdrper 1. Auf die Kiihlkérper 1 wurde durch sin Explosivverfahren Kupferblech 3
aufgebracht. Die Kiihlkdrper 1 sind mit elektrischen AnschluBmaglichkeiten 4 versehen.
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